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  内容摘要
  

根据统计及预测，2025年全球AI芯片高导热界面材料市场销售额达到了9.80亿美元，预计2032年将达到24.33亿美元，年
复合增长率（CAGR）为13.8%（2026-2032）。
用于AI芯片的高导热界面材料可填充芯片裸片（die）、封装盖板、冷板与散热器之间的微观缝隙，从而降低接触热阻，并
将极高的热通量传导至冷却系统。此类产品涵盖金属箔、液态金属、凝胶、导热膏、相变材料、导热垫片及石墨复合材料
等，需在导热率、界面热阻、贴合性、抗泵出稳定性、电绝缘性能及长期可靠性之间实现平衡。2025年，全球用于AI芯片
的高导热界面材料产量约为2.8万吨。
随着AI加速器功率和封装热通量的急剧攀升，液冷技术的应用正从高端服务器扩展至更广泛的数据中心部署，从而推高了
对TIM1（芯片与均热板/盖板间）、TIM1.5（均热板/盖板与冷板间）及冷板接口处高性能材料的需求。HBM（高带宽内存
）与GPU的紧密集成，也使得局部温度梯度和翘曲控制变得愈发重要。
传统的导热硅脂和导热垫正向高填充导热凝胶、相变材料、铟基合金及液态金属等先进材料演进。材料的本体导热率并非
衡量性能的唯一指标；润湿性、胶层厚度、组装压力、热循环表现以及抗泵出（pump-
out）可靠性等因素，共同决定了实际的界面热阻。
供应商必须与封装厂、服务器OEM、冷板制造商及液冷系统提供商协同进行材料验证。鉴于AI芯片设计周期短且定制化需
求高，那些能够提供多种材料形态、兼容自动化点胶工艺并拥有详尽可靠性数据的企业将更具竞争优势。
报告范围
本报告研究全球与中国市场AI芯片高导热界面材料的产能、产量、销量、销售额、价格及未来趋势。重点分析全球与中国
市场的主要厂商产品特点、产品规格、价格、销量、销售收入及全球和中国市场主要生产商的市场份额。历史数据为2021
至2025年，预测数据为2026至2032年。
主要厂商包括：
  Indium
  Henkel
  Parker Chomerics
  Laird Performance Materials
  Shin-Etsu Chemical
  Dow
  DuPont
  Resonac
  Fujipoly
  Honeywell
  Boyd
  3M
  Momentive
  深圳飞荣达科技
  中石科技
  碳元科技
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  广东思泉新材
按照不同产品类型，包括如下几个类别：
  金属基界面材料
  有机硅聚合物界面材料
  非有机硅聚合物界面材料
  石墨及碳基界面材料
  相变界面材料
  其他
按照不同按产品形态，包括如下几个类别：
  导热膏及导热脂
  导热垫片
  导热凝胶
  薄膜及箔材
  液态金属
  其他
按照不同按导热系数，包括如下几个类别：
  5至10 W/m·K
  10至20 W/m·K
  20至50 W/m·K
  高于50 W/m·K
按照不同应用，主要包括如下几个方面：
  AI GPU及加速器
  HBM堆叠
  高性能CPU
  网络交换ASIC
  光模块
  其他
重点关注如下几个地区
  北美
  欧洲
  中国
  日本
  印度
  东南亚
章节概要
第1章：报告统计范围、产品细分及主要的下游市场，行业背景、发展历史、现状及趋势等
第2章：全球总体规模（产能、产量、销量、需求量、销售收入等数据，2021-2032年）
第3章：全球AI芯片高导热界面材料主要地区分析，包括销量、销售收入等
第4章：全球范围内AI芯片高导热界面材料主要厂商竞争分析，主要包括AI芯片高导热界面材料产能、销量、收入、市场份
额、价格、产地及行业集中度分析
第5章：全球AI芯片高导热界面材料主要厂商基本情况介绍，包括公司简介、AI芯片高导热界面材料产品型号、销量、收入
、价格及最新动态等
第6章：全球不同产品类型AI芯片高导热界面材料销量、收入、价格及份额等
第7章：全球不同应用AI芯片高导热界面材料销量、收入、价格及份额等
第8章：产业链、上下游分析、销售渠道与客户分析等
第9章：行业动态、增长驱动因素、发展机遇、有利因素、不利及阻碍因素、行业政策等
第10章：报告结论
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